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每周资讯|上半年中国GDP总量同增4.7%；上半年外贸首破25万亿元；集成电路日均产量超15亿块
1、 行业
今年上半年中国GDP总量达到69.57万亿元，同比增长4.7%
7月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局发布的数据显示，今年上半年，中国经济顶住压力，有效应对外部冲击挑战，国内生产总值同比增长4.7%，延续了总体平稳、向新向优的发展态势，展现出强大的韧性和活力。经济运行总体平稳，主要指标运行在合理区间。今年上半年，国内生产总值总量达到69.6万亿元，同比增长4.7%，增速符合全年经济增长预期目标。（证券时报）

央行公告将开展1.4万亿元6个月期买断式逆回购，保持流动性合理充裕
7月14日，中国人民银行公告，为保持银行体系流动性充裕，将于7月15日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天）。同日，央行以固定利率、数量招标方式开展2365亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，因当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2265亿元。1.4万亿元规模创该工具单次操作新高，对应到期后净投放约5000亿元。（中国人民银行）

海关总署：上半年外贸首破25万亿元，算力硬件进出口增长56.6%
7月14日，国新办举行新闻发布会介绍2026年上半年货物贸易进出口情况。海关总署数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值25.47万亿元，同比增长16.9%，历史同期首次突破25万亿元；其中出口14.73万亿元，增长13.4%，进口10.74万亿元，增长22.1%。海关总署副署长王军指出，上半年电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口达5.13万亿元，增长56.6%；机电产品出口9.36万亿元，增长20.1%，占出口总值的63.5%。（海关总署）

2、 市场

国家统计局：上半年我国规模以上工业企业集成电路产量增长23.1%
7月15日，国家统计局国民经济综合统计司负责人王冠华在国新办新闻发布会上介绍，上半年规模以上高技术制造业增加值、数字产品制造业增加值分别增长13.3%和12.3%，比一季度均有所加快。受全球人工智能技术变革带动高端算力芯片和存储芯片需求爆发影响，上半年我国规模以上工业企业集成电路产量增长23.1%，产量规模达到2798亿块，平均每天生产集成电路超过15亿块。新动能以两成多的增加值占比贡献了近五成工业增长，电子信息产业宏观景气度持续抬升。（国家统计局）

中汽协：6月新能源汽车产销同比分别增长26%和23.6%
7月9日，中国汽车工业协会公布数据显示，6月汽车产销分别完成276万辆和281万辆，环比分别增长5.5%和6.9%，同比分别下降1.2%和3.2%。其中，新能源汽车产销分别完成159.8万辆和164.3万辆，同比分别增长26%和23.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的58.5%。6月新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍；1—6月新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。（中国汽车工业协会）

全球智能手机二季度出货量下滑，存储涨价加剧市场分化
7月13日，IDC、Counterpoint、Omdia等机构陆续发布初步统计：2026年第二季度全球智能手机出货量延续下滑。IDC数据显示当季出货约2.775亿部，同比下降6.7%，连续第二个季度同比下滑；Counterpoint称同比下滑约11%，创2013年以来第二季度较低水平；Omdia数据显示同比下降约4%。三星、苹果等品牌逆势增长，小米、OPPO、vivo等因入门与中端机型对存储成本更敏感而出现两位数跌幅。（IDC/Counterpoint/Omdia）

3、 企业
贤丰控股拟出资6018万元设立合资公司，布局消费类PCB业务
7月15日，贤丰控股公告，公司全资子公司贤丰电子科技（东莞）有限公司与广东盈硕电子有限公司签署协议，共同出资设立贤丰盈硕科技有限公司，注册资本1.18亿元。其中，贤丰东莞以货币出资6018万元，持股51%；广东盈硕以货币及实物出资5782万元，持股49%。合资公司主要从事应用于消费领域的PCB研发、生产和销售。本次对外投资标志着公司正式切入印制电路板制造环节，完善电子产业链布局。（贤丰控股公司公告）

信维通信拟收购益阳电子科技55%股权，加码高端MLCC布局
[bookmark: _GoBack]7月14日，信维通信公告，全资子公司信维通信（益阳）有限公司拟以现金方式收购信维电子科技（益阳）有限公司55%股权，交易对价不超过11亿元；收购完成后持股比例将提升至70%并取得控制权，各方还约定后续对标的公司增资10亿元。公司表示，此举旨在满足全球客户对高端MLCC产品的快速增长需求，加快在高端被动元件领域的战略布局，服务AI算力、消费电子及新能源汽车等下游应用。（财联社）


汇成股份关联方拟投不低于75亿元建设HITS先进封装项目
7月13日晚间，汇成股份公告，上海郑隆芯创微电子有限公司计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于75亿元，整体建设工期约42个月。公司拟拓展高速互联先进封装工艺平台，重点关注超窄间距凸块键合、超细线路互连、超大尺寸芯片系统整合封装及高密度再布线层等技术，以满足更高集成度、更高性能封装测试需求，把握AI及高性能计算领域增长机遇。该事项尚需提交股东会审议批准。（科创板日报）

芯联集成12英寸车规级数模混合芯片项目开工，总投资约200亿元
7月14日，芯联集成12英寸车规级数模混合芯片制造项目在杭绍临空示范区绍兴片区开工。该项目为公司四期重点工程，计划总投资约200亿元，新建一条月产能5万片的芯片生产线，核心产品涵盖MCU/DSP、BCD/DrMOS等模拟电路及硅光/激光驱动等芯片，建成达产后预计年产值超55亿元。项目在巩固新能源汽车和工业控制市场基础上，切入AI服务器电源、光互联等新赛道，增强高端模拟及功率芯片制造能力。（中电网）

沪电股份：公司收购昆山普江仓储设施有限公司100%股权，将厂房用于产能扩建
7月15日，沪电股份在接受调研者提问时表示，在国内兼顾短期效益与长期发展，一方面聚焦高阶PCB的瓶颈及关键制程，实施迭代升级与靶向性产能扩充，持续深挖现有厂区的高附加值产出潜力，另一方面，加快推进高端扩产项目的建设，2026年第一季度公司加速启动了一系列产能扩充计划。公司于2026年6月收购昆山普江仓储设施有限公司100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。扩产并非简单的规模复制，而是分阶段达成产能的升级式扩容，旨在提前卡位优质产能，以更好地满足头部客户群体的需求。（新浪财经）

中国巨石：巨石集团拟投资24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线
7月15日，中国巨石发布公告，公司的全资子公司巨石集团有限公司拟建设年产2.5亿米电子布生产线项目，总投资金额为24.05亿元。项目建设地点位于浙江省桐乡经济开发区，预计建设周期1.5年，全部建成后，预计总投资收益率为13.27%。2026年一季度，中国巨石实现收入52.82亿元，归母净利润12.67亿元。（新浪财经）
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